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Spécification de la Qualification et des
Performances des Circuits Imprimés Rigides

1 PREFACE

1.1 Champ d’Application Cette norme établit et définit les exigences de qualification et de performances de la fabrication
des circuits imprimés rigides.

1.2 Objet L’objet de cette norme est de fournir des exigences de qualification et de performance des circuits imprimés
rigides basés sur les constructions et/ou les technologies suivantes :
• Circuits imprimés simple face, double face avec ou sans trous métallisés (TM).
• Circuits imprimés multicouches à trous métallisés avec ou sans trous/microvias enterrés/borgnes.
• Circuits imprimés à composants enterrés actifs/passifs avec des plans capacitifs de distribution et/ou des composants

capacitifs ou résistifs.
• Circuits imprimés à âme métallique avec ou sans drain thermique externe, qui puisse être actif ou non.

1.2.1 Documentation de support L’IPC-A-600 qui contient les chiffrages, illustrations et photographies qui peuvent aider à
visualiser les critères d'acceptabilité, externes comme internes, peut être utilisée en conjonction avec la présente norme pour
une meilleure compréhension des recommandations et des exigences.

1.3 Type et Classification des performances

1.3.1 Classification Cette norme établit les critères d’acceptation pour la classification de performance des circuits
imprimés rigides basés sur les exigences des clients et/ou utilisateurs finaux. Les circuits imprimés sont classés dans
l’une des trois Classes de Performances générales décrites par l’IPC-6011.

1.3.1.1 Exigences Spécifiques Les exigences différentes de celles indiquées pour ces classifications historiques doivent
avoir été prises en accord entre utilisateur et fournisseur (AABUS).

1.3.1.2 Exigences Spécifiques du Domaine Spatial Les exigences de performances spécifiques pour le domaine
spatial sont fournies par l’avenant IPC-6012DS et s’appliquent lorsque l’avenant est spécifié dans la documentation
d’approvisionnement.

1.3.2 Type de Circuit Imprimé Les circuits imprimés sans trous métallisés (Type 1) et avec trous métallisés (Types 2 à 6)
sont classés comme suit et peuvent être accompagnés d’un complément technologique décrit dans le tableau 1-1 :

Type 1—Circuit imprimé simple face
Type 2—Circuit imprimé double face
Type 3—Circuit imprimé multicouche sans trous borgnes ou enterrés.
Type 4—Circuit imprimé multicouche avec trous borgnes et/ou enterrés (peut inclure des microvias).
Type 5—Circuit imprimé multicouche à âme métallique sans trous borgnes ou enterrés.
Type 6—Circuit imprimé multicouche à âme métallique avec trous borgnes et/ou enterrés (peut inclure des microvias).

1.3.3 Définition pour l’approvisionnement La classe de performance doit être spécifiée dans la documentation
d’approvisionnement.

La documentation d’approvisionnement doit fournir les informations suffisantes pour fabriquer le circuit imprimé
et assurer que l’utilisateur reçoive le produit désiré. Les informations qui devraient être incluses dans les documents
d’approvisionnement devraient être en accord avec l’IPC-2611 et l’IPC-2614.

Les documents d’approvisionnement doivent spécifier la méthode de test de stress thermique à utiliser pour répondre aux
exigences du Paragraphe 3.6.1. Cette méthode doit être choisie parmi celles des Paragraphes 3.6.1.1, 3.6.1.2 et 3.6.1.3. Si
elle n’est pas spécifiée (Voir le paragraphe 5.1), la méthode par défaut doit être déterminée par le Tableau 1-2.
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